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 本研究は、負の熱膨張係数を持つペロブスカイト化合物をフ
ィラーとして高分子材料と複合化し、実質的に熱膨張率が「０
（ゼロ）」となる材料を広い温度範囲で開発することを目標とし
ている。  
負熱膨張メカニズムの理解という学術的意義に加え、本研究

の目的が達成された場合における産業応用の観点からの波及効
果も極めて大きい。本研究の成果は、先端デバイスの信頼性が
要求されるものにも適用できる重要技術へと発展する可能性が
ある。 


